NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60749-30
STAN DARD Premiére édition

First edition
2005-01

Dispositifs a semiconducteurs —
Méthodes d'essais mécaniques
et climatiques —

Partie 30:

Préconditionnement des composants
pour montage en suiface non hermétiques
avant les essais de yiaLilité

Semiconductcr devices —
Mechanical «in:¢' climatic test methods —

Part 3u-
Precowditioning of non-hermetic surface
meonu devices prior to reliability testing

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 2291902 11 Telefax: +41 2291903 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX N
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexayHapoaHas OnekTpoTexHuyeckas Komuccus . . .
AyHapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://www.stdhive.com/standards/iec-60749-30-ed-10-b2005-pdf/

-2 - 60749-30 © CEI:2005

SOMMAIRE

AV ANT-PROP O S ... ottt e e e et et e et e et et e e e e et et et e aae e 4
1T Domaine d'apPliCation. . ... 10
2 REfEreNCes NOIMMaAtiVES .. .o e 10
3 DesCription GENEIaAlE. .. ... e 12
4  Appareillage d’essai €t Mat@riaUX........coc.iiuiiiiiie i 12
4.1 Chambre d’humidité............ooiiiii e 12
4.2 Equipement de refusion de SoUdUIe ............oouiiiiiiiiiiiii e 12
4.3  MiCroSCOPE OPtIQUE. ... ettt ittt e 12
4.4 Equipement d’essai électrique ...........cooiiiiiiiiiii e v 12
4.5 Four (d’étuvage) de SEChAge .....co.iiniiiiiii i 14
4.6 Chambre pour cycle de température (facultatif) ................ooo 14
B PrOCEAUIE ... e P\ 14
5.1 GENAralites. ..o e SRR 14
5.2 Mesures initiales. .. ..o e 14
5.3 Cycle de température (facultatif) .........cooooiiiii 14
5.4  SEChage (BIUVAGE) .. ouuiiiiii e e 14

5.5 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sox¢ er-ballage avec
dessicant.. ... R T 16

5.6 Meéthode C pour conditions d’absorption d’i.:imilité pour CMS sous
emballage sans dessicant conformément la CEI 60749-20........cccceviiiiiiiinnn... 18
5.7 RefuSion de SOUAUIE......cuuiiiiiii e e e e e 18
5.8 Simulation d’application de flux (facultatif).............cooiiii 20
5.9 MeSUIreES fiNAIES ...ouiii i e e 20
5.10 Essais de fiabilité applicables .. . 20
B RO SUM. . e e e 20

Tableau 1 — Conditions d’absc=ntion d’humidité pour les CMS sous emballage avec

dessicant (METhOAE A) ..o e e et 16
Tableau 2 — Temps d’ahsorptizn d’humidité exigés en heures pour la méthode B,

conditions B2 — BB (Pi€a t NSH 3-6) ...uieniiiii e 18
Tableau 3 — Conditicns 1.’absorption d’humidité pour CMS sous emballage sans

AESS ANt . i 18
Tableau 4 — 7 ux «2 séquence de préconditionnement............ooiiiii 22

Tableau 4a - Flux de séquence de préconditionnement pour la méthode A (conditions
A1/A2) conformément a la CEl 60749-20 (composants sous emballage avec dessicant)....... 22

Tar'eau b — Flux de séquence de préconditionnement pour la méthode B (conditions
L1-BJ) ccaformément a la CEI 60749-20 (composants sous emballage avec dessicant)....... 24

Tabieau 4c — Flux de séquence de préconditionnement pour conditions C et D
conformément a la CEl 60749-20 (composants sous emballage avec dessicant) .................. 26


https://www.stdhive.com/standards/iec-60749-30-ed-10-b2005-pdf/

60749-30 & IEC:2005 -3 -

CONTENTS
FOREWORD. ...ttt et et e e h et e e et e e ea e et e et e ea e e e eaeenaes 5
L o7 oY o 1= YRS 11
2 NOMAtIVE FEf OB CES ..o et 11
3 General deSCriPliON ..o e e 13
4 Test apparatus and MaterialS..........coiiiiiiiiii 13
4.1 Moisture Chamber. ... e 13
4.2  Solder eqQUIPMENT ..o, 13
4.3 OpliCal MICrOSCOPE . .uieiiiieiei ittt e et e e e e f e 13
4.4 Electrical test equipment.... ... 513
4.5  Drying (DAKe) OVEN .....ouiiiiiii e e 15
4.6 Temperature cycle chamber (optional) ..o 15
B PrOCEAUIE ... e R\ PSR 15
5.1 GeNEIAIL .o , STTOTR 15
5.2  Initial measurements. ... ..o 15
5.3 Temperature cycling (Optional) ..o 15
5.4  Drying (Dake OUL) . ..ouiiie e 15
5.5 Soak conditions for dry-packed SMDS ...........oo i 17
5.6 Method C for soak conditions for non-dry-packec . SN.Ds in accordance with
IEC 60749-20 . .couiiiiiiiiiieiiei e PP 19
5.7 Solderreflow ... e e 19
5.8 Flux application simulation (optional) ... 21
5.9  Final MeasSUrEemMeNnts .. . e 21
5.10 Applicable reliability tests ........0: R, N PPN 21
6 Summary.......cocoeiiiiiiiee i . PR 21
Table 1 — Moisture soak conditicas ‘or dry-packed SMDs (method A)...........cooiiiiiiiiiiiiinnns 17
Table 2 — Required soak times :» .ours for method B, conditions B2-B6
ST I oA R et 19
Table 3 — Moisture soak conuiuons for non-dry-packed SMDS..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiicieeeee 19
Table 4 — Preconditioniing sequeNnCe flOWS . ... 23
Table 4a — Preconditictiing sequence flow for method A (conditions A1/A2)
in accordance w:th IEC 30749-20 (dry-packed deViCes) .......cooeiiuiiiiiiiiiiiiei e 23
Table 4b —Preconditioning sequence flow for method B (conditions B1-B5)
in accordance with IEC 60749-20 (dry-packed deviCes) .......ccoviiiiiiiiiiiiiiiieieeeecee e 25

Table.4c¢ — Preconditioning sequence flow for conditions C and D in accordance
with [EC 0749-20 (non dry-packed deVICES) ....ouiiuiiiii i e 27


https://www.stdhive.com/standards/iec-60749-30-ed-10-b2005-pdf/

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

-4 - 60749-30 © CEI:2005

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de norr alisction
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de laCE"\. La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normali: atior. d-.ns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités — public des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatins accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboratio. est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traite p<ut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison <vec le CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationc'e d:: Noimalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technique > re srésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEl se présentent sous la forme de recom ..undz ‘ons internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les effort. raishnnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publioatic »s; \..2El ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en es. faitc par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités .1ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente I s Fublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent.2tre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

La CEIl n'a prévu aucune procédure de me:xucge valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclaré< ~o\ for.ies a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu’ Is~ont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre ‘mp.iie a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses expert: paticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout p.%iucice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature 4u. ce Coit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses c 3roulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de a C.' ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée C:r le > références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obli_atoir. pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée s 'r le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
'objet de drunc de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsuble 'e ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme inu>rnationale CEI 60749-30 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Disposit fs a semi-conducteurs.

Cntte preiniére édition annule et remplace la CEI/PAS 62182 publié en 2000 et constitue une
‘évicion technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices
prior to reliability testing

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization cumpr.:ing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IECis “*o p nmote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elec onic fie.ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical S ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafte- referred to as
“IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Naitional Committee
interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internationa.; .« overnmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepai ~tion. 'EC collaborates
closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance ‘ith ~onditions determined
by agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nea'v #5 possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical ccmmittee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for internaticici us> and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are: mai'e tc ensure that the technical content of
IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsile i>r ti.>~way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC Natior al Con.mittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their ~aticnal and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding nationai or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indica c.itz approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with <~ IL'C i ublication.

All users should ensure that they have th': l2lest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its a.:ecic"Z, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees anu 'EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature wt.>tso wver, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of th~ ubncation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other
IEC Publications.

Attention is drawn to the lormatuve references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the <. :rec. application of this publication.

Attention is drawn tc the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall' ~ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International 3tandard IEC 60749-30 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconduc.ar uevices.

Ti.is o=y edition cancels and replaces IEC/PAS 62182 published in 2000 and constitutes a
(echuical (evision.

Ihe text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comporte les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a
semiconducteurs — Méthodes d’essai mécaniques et climatiques:

Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:
Partie 6:
Partie 7:
Partie 8:
Partie 9:

Partie 10:
Partie 11:
Partie 12:
Partie 13:
Partie 14:
Partie 15:
Partie 16:
Partie 17:
Partie 18:
Partie 19:
Partie 20:

Partie 21:
Partie 22:
Partie 23:
Partie 24:

Partie 25:
Partie 26:

Partie 27:

Pa.tie zC.

iNartie 29:
Partie 30:

Partie 31:

1A publier

Généralités

Basse pression atmosphérique

Examen visuel externe

Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)
Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation
Stockage a haute température

Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des autres gaz résidu=ls
Etanchéité

Permanence du marquage

Chocs mécaniques

Variations rapides de température — Méthode des deux kains

Vibrations, fréquences variables

Atmosphére saline

Robustesse des sorties (intégrité des connexicn: )

Résistance a la température de soudage pcur dispositifs par trous traversants
Détection de bruit d'impact de particu.»s ?INuU)

Irradiation aux neutrons

Rayonnements ionisants (dose totai.

Résistance de la pastille au c'saillement

Résistance des CMS a bofier nlastique a I'effet combiné de I'humidité et de la
chaleur de soudage

Brasabilité (disponihle =n_inglais seulement)
Robustesse des cuntasts soudés
Durée de vie'c.> for.ctionnement a haute température

Résistance < Iumidité accélérée — HAST sans polarisation (disponible en
anglais se:lement)

Cycics de température

Tssai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modele du corps
hui-ain (HBM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
machine (MM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
dispositif chargé (CDM)!

Essai de verrouillage

Préconditionnement des composants pour montage en surface non
hermétiques avant les essais de fiabilité!

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
interne d'inflammation)
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods:

Part 1: General

Part 2: Low air pressure

Part 3: External visual inspection

Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

Part 6: Storage at high temperature

Part 7: Internal moisture content measurement and the analysis of other residual gcses

Part 8: Sealing

Part 9: Permanence of marking

Part 10: Mechanical shock

Part 11: Rapid change of temperature — Two-fluid-bath method
Part 12: Vibration, variable frequency

Part 13: Salt atmosphere

Part 14: Robustness of terminations (lead integrity)

Part 15: Resistance to soldering temperature for throuc h-hole mounted devices
Part 16: Particle impact noise detection (PIND)

Part 17: Neutron irradiation

Part 18: lonizing radiation (total dose)

Part 19: Die shear strength

Part 20: Resistance of plastic-encapsu.ai=1 SMDs to the combined effect of moisture and
soldering heat

Part 21: Solderability

Part 22: Bond strength

Part 23: High temperaturc ~peiating life

Part 24: Accelerated. ‘no.-tiie resistance — Unbiased HAST

Part 25: Temperaice cicling

Part 26: Electrosiwotic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)
Part 27: El:zc.rostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Machine model (MM)

Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1
Part 29 Lacch-up test

Pa:t su. Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing’
-art 51 Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
Fart 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

1 To be published
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Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Résistance a I'’humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement)

Partie 34: Cycles en puissance (disponible en anglais seulement)

Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques encapsulés non

hermétiques 2
Partie 36: Accélération constante.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la da.> de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dais 1os
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

2 En préparation
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Part 33:
Part 34:
Part 35:
Part 36:

Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Power cycling

Acoustic microscopy for non-hermetic, encapsulated electronic components?2
Acceleration, steady state.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

2 |n preparation
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. DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60749 établit une procédure normalisée de déterminatian ('u
préconditionnement pour les composants pour montage en surface (CMS) non hern.3tig 'es
avant les essais de fiabilité.

Cette méthode d’essai définit une refusion de préconditionnement pour les CN'S a l'etat solide
non hermétiques représentative d’'une opération de refusion de soudure rrultinle industrielle

type.

Il convient que les CMS soient soumis a la séquence de précandiionnement appropriée
décrite dans ce document avant d’étre soumis aux essais de fiabi.'té sur place spécifiques
(surveillance de qualification et/ou fiabilité) pour évaluer la-fialilité a long terme (qui pourrait
étre affectée par la refusion de soudure).

NOTE La corrélation des conditions de sensibilité aux contraiites ‘ndui es par I’humidité (ou les niveaux de
sensibilité d’humidité (NSH)) conformément a la CEl 60749-2C <t ¢ tte spécification, et les conditions réelles de
refusion utilisées dépendent de la mesure de température identiq ‘e tent par le fabricant de semiconducteurs que
par I'assembleur de cartes. De ce fait, il est recommandé qu« ie niv>au supérieur de la température de boitier sur
le CMS le plus chaud sensible a 'humidité pendant 'asseml 'age soit surveillé pour garantir qu’il ne dépasse pas
la température a laquelle les composants sont évalués.

2 Références normatives

Les documents de référence cuivin’s ssont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références da‘éeo, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition d.: document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60749-4, Dispositifs a serniconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 4: Essai conti’iu forcament accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

CEI 60749-5, Pispositn> a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 5: Essci co.tinu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

CEI 60749-11, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partiz 1. Variations rapides de température — Méthode des deux bains

CLUl 6U749-20:2002, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et
c'imatiques — Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité
et de la chaleur de soudage

CEI 60749-24, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 24: Résistance a I'humidité accélérée — HAST sans polarisation (disponible en anglais
seulement)

CEI 60749-25:2003, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et
climatiques — Partie 25: Cycles de température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices
prior to reliability testing

1 Scope

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for determining the preconditioning
of non-hermetic surface mount devices (SMDs) prior to reliability testing.

The test method defines the preconditioning flow for non-hermetic solid-state SMDs
representative of a typical industry multiple solder reflow operation.

These SMDs should be subjected to the appropriate preconditioning sequence described in
this standard prior to being submitted to specific in-house reliability testing (qualification
and/or reliability monitoring) in order to evaluate long term reliability (impacted by soldering
stress).

NOTE Correlation of moisture-induced stress sensitivity conditions (or moisture sensitivity levels (MSL)) in
accordance with |IEC 60749-20 and this specification and actual reflow conditions used are dependent upon
identical temperature measurement by both the semiconductor manufacturer and the board assembler. Therefore,
it is recommended that the temperature at the top of the package on the hottest moisture sensitive SMD during
assembly be monitored to ensure that it does not exceed the temperature at which the components are evaluated.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60749-4, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 4: Damp
heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)

IEC 60749-5, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 5:
Steady-state temperature humidity bias life test

IEC 60749-11, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 11:
Rapid change of temperature — Two-fluid-bath method

IEC 60749-20:2002, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods -
Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effects of moisture and
soldering heat

IEC 60749-24, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 24:
Accelerated moisture resistance — Unbiased HAST

IEC 60749-25:2003, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods -
Part 25: Temperature cycling
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CEI 60749-33, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 33: Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement).
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IEC 60749-33, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 33:
Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave.





